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MATERIALES

CD4017 NE555 11 resistencias de 2K

Circuito Integrado Circuito Integrado SMD 1206

1 capacitor de 10uF 11 LEDs azul

SMD 1206 SMD 1206 De 10 kohm

1 broche tipo T

Para bateria de 9 V
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HERRAMIENTAS PARA SOLDAR

Cautin 20W Pasta para Soldar Soporte de Cautin

El cautin es una La pasta de soldar es una El soporte de cautin es una
herramienta que calienta mezcla e polvo de metal base segura donde se coloca
y derrite el estaiio y fundente que facilita la el cautin caliente mientras
para unir componentes unién de piezas metdlicas no se usa, evitando
eléctricos. al soldar. accidentes al soldar.

Esponja de acero Extractor de soldadura

La esponja metdlica Un extractor de soldadura El alambre de soldar
limpia la punta del es una herramienta que estd compuesto por
cautin en caliente, succiona el estafo estafo (60%) y plomo

alargando su vida util caliente para quitar (40%) que se usa
y manteniendo el componentes electrénicos para soldar los
trabajo limpio. facilmente. dispositivos a la tarjeta.

Pinza de precision

Una pinza de precision es una
herramienta disefiada para sujetar

y manipular componentes electrénicos

[N

pequenos, facilitando su colocacién

y retiro en la tarjeta.



1

VC

RVILLACONTROL

cxit cho

TECNICAS DE APLICACION DE SOLDADURA

Preestaia un pad con Sujeta el componente con Calienta el pad junto con
una pequeia cantidad una pinza y colécalo sobre el estafo para fijar
de estafo. el pad preestaiado. el componente.

Vista superior

Resistencia ubicada sobre Ahora calienta el pad La punta del cautin debe
la PCB con el pad del otro lado mientra estar perpendicular a la
de fijacion. aplicas estaiio. resistencia.

R

Retira el estafio mientras Deja que el estaiio fluya Completa la unién del pad de
mantienes el cautin unos hasta formar una unién fijacién agregando un poco
instantes para terminar la unién. pequefia y uniforme. de estaiio, luego retiralo.

Vista superior

Uniones terminadas Verifica que estén brillantes,

y uniformes. bien humectadas y
sin puentes.
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BUENAS PRACTICAS DE SOLDADURA SMD

Se recomienda que la serigrafia de la
resistencia, esté en la misma orientacién

que la serigrafia de la tarjeta electrénica.

Reverso del LED

Catodo (-) m Anodo (+)
Catodo (-) m Anodo (+)

Se tiene que tomar en cuenta que el pad con la serigrafia de una linea rectangular coincida con

Vista frontal del LED

Catodo (-) &—*\\ ‘j : i Anodo (+)

el catodo del LED como se muestra en la siguiente imagen.

Catodo (-)
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TECNICAS DE APLICACION DE SOLDADURA

Coloca una pequeia Posiciona el circuito integrado Suelda la pata sobre el
cantidad de estafio en la de forma alineada para pad de la esquina superior.
esquina de un pad. fijar la primera pata.

Fija la esquina opuesta y Suelda el resto de los pines Inspeccidn final y verifica que
suela una pata del CI con el cautin y aplicando no haya puentes y que todas
para asegurar su posicion. estafio de forma uniforme. las uniones sean uniformes.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLDAR

PASO 1

Organiza todos los componentes en la mesa

de trabajo para facilitar el proceso de soldado.
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para bateria de 9 V

*Imagen referencial

PASO 3

Después, se suelda el capacitor C1 de 10uF.
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PASO 2

Soldar primero las resistencias, se recomienda
realizarlo de forma ordenadaq, ya que todas
tienes el mismo valor (22 kohm).

REACTOR X1
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PASO 4

A continuacién, se suelda el circuito integrado
NE555.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLDAR
PASO 5 PASO 6

Luego, realizar la soldadura del circuito integrado A continuacién, realizar la soldadura de los LEDs
CD4017 de forma ordenada.
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PASO 7

Después, soldar el potenciometro de 10 kohm
al reverso de la PCB sobre la huella RV1.

Engineered in Peru
by VILLACONTROL SAC
PN:Reactor X1

ww.villucuntrulperu.corn
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIAR LA PLACA

PASO 1 PASO 2

——

Limpiar la placa utilizando un cepillo ESD Luego, utiliza un cepillo ESD limpio junto con
junto con tinner para eliminar los restos de quita grasa para eliminar los residuos de grasa
soldadura. dejados por la pasta de soldar.

)

Cepillo ESD Alcohol isopropilico o Thinner

PASO 3 PASO 4

Finalmente, enjuaga la placa con agug, teniendo  Usa un soplador eléctrico para eliminar el exceso
en cuenta que este procedimiento no debe de agua de la placa, asegurdndote de que quede

realizarse con la bateria conectada para evitar completamente seca.

)

Soplador eléctrico

cortocircuitos.

Enjuagando la placa

PASO 5

Finalmente, utiliza una secadora de aire para
asegurarte de que la placa quede completamente
seca antes de su manipulacién o ensamblaje.
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TECNICAS DE APLICACION DE SOLDADURA CON STENCIL

Colocar la PCB en el molde y asegurar Alinear y fijar el stencil verificando que
que quede perfectamente asentada. las aperturas coincidan con los pads.

a

Aplicar pasta de soldar en un extremo y con Levanta el stencil con cuidado. La pasta
la espatula distribuye la pasta de soldar quedard ubicada con precisién en los pads.
de forma uniforme sobre el stencil.

Colocar los componentes SMD en su Calentar la PCB de forma uniforme con la pistola
posicion sobre la pasta de soldar. de calor hasta fundir el estafio logrando la unién
fija de los componentes electrénicos y la placa.
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